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子会社の合併に関するお知らせ 
 

当社は本日開催の執行役常務会において、１００％子会社である日立ハイテクデーイーテク

ノロジー株式会社（以下、日立ハイテクデーイーテクノロジー）と株式会社日立ハイテクイン

スツルメンツサービス（以下、日立ハイテクインスツルメンツサービス）が合併することを決

定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．合併の目的 

日立ハイテクデーイーテクノロジーは、液晶パネル製造検査装置・磁気ディスク製造検査装置

等の保守サービス、及び半導体製造ラインの支援業務を主力事業としています。また、日立ハイ

テクインスツルメンツサービスは、電子部品実装装置の保守サービスを主力事業としています。 

 

今回、平成１９年６月１日付けで両社を発展的に統合し、株式会社日立ハイテクエンジニア

リングサービス（仮称）を発足します。この統合により、双方の持つ経営ノウハウやインフラ

を活用し、連結経営の効率化とグローバルなＣＳ（顧客満足）の向上を目指していきます。 

 

 

２．合併の要旨 

（１）合併の日程（予定）： 

合併契約書承認執行役常務会 平成１９年３月２６日 

合併承認株主総会 平成１９年３月２８日 (日立ハイテクデーイーテクノロジー) 

平成１９年３月２９日 (日立ハイテクインスツルメンツサービス)

合併契約書締結 平成１９年３月２９日 

合併の予定日（効力発生日） 平成１９年６月１日 

 

（２）合併方式：日立ハイテクデーイーテクノロジーを存続会社とする吸収合併方式とし、 

日立ハイテクインスツルメンツサービスは解散します。 

 

 



 

３．合併当事会社の概要 

（平成１８年９月３０日現在） 

（１）商号 日立ハイテクデーイーテクノ

ロジー株式会社 

株式会社日立ハイテクインス

ツルメンツサービス 

（２）事業内容 液晶パネル製造検査装置・磁気デ

ィスク製造検査装置等の保守サ

ービス、及び半導体製造ラインの

支援業務 

電子部品実装装置の保守サー

ビス 

 

（３）設立年月日 昭和５６年９月１９日 昭和６３年１１月９日 

（４）本店所在地 神奈川県足柄上郡中井町久所300 群馬県邑楽郡大泉町仙石2-26-1 

（５）代表者の役職・氏名 取締役社長 田島 孝一 取締役社長 茂木 文雄 

（６）資本金 ３億２０百万円 ５０百万円 

（７）発行済株式数 640,000株 1,000株 

（８）純資産 １２億７百万円 ８億８８百万円 

（９）総資産 ５６億５３百万円 １２億６７百万円 

（10）決算期 ３月末日 ３月末日 

（11）従業員数 ５８０名 １００名 

（12）大株主及び持株比率 ㈱日立ハイテクノロジーズ

(100%) 

㈱日立ハイテクノロジーズ

(100%) 

 

 

４．合併後の状況 

（１）商号 株式会社日立ハイテクエンジニアリングサービス（仮称） 

（２）事業内容 液晶パネル製造検査装置・磁気ディスク製造検査装置・電子部品実

装装置等の保守サービス、および半導体製造ラインの支援業務 

（３）設立年月日 平成１９年６月１日 

（４）本店所在地 東京都港区西新橋1-24-14 

（５）代表者の役職・氏名 取締役社長 茂木 文雄 

（６）資本金 ３億７０百万円 

（７）総資産 ６２億円 

（８）決算期 ３月末日 

（９）従業員数 ５９０名 

（10）大株主及び持株比率 ㈱日立ハイテクノロジーズ（100%） 

 

５．今後の見通し 

合併による当社業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 


